® BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 




© Offenlegungsschrift 
® DE 199 50 839 A1 



® 



Int. CI. 7 : 

G09G3/32 

G 09 G 3/36 
HOT L 25/16 
H01 L 51/20 



DEUTSCHES 



® Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
® Offenlegungstag: 



199 50 839.9 
21. 10.1999 
23. 5.2001 



PATENT- UND 




MARKENAMT 




® Anmelder: 


@ Erfinder: 


Fraunhofer-Gesellschaft zur Forderung der 
angewandten Forschung e.V. f 80636 Munchen, DE; 
Kowalsky, Wolfgang, Prof. Dr.-lng., 38116 
Braunschweig, DE 


Kowalsky, Wolfgang, Prof. Dr.-lng., 38116 
Braunschweig, DE; Nieland, Carsten, 12489 Berlin, 
DE; Pelka, Joachim, Dr., 12159 Berlin, DE; 
Kallmayer, Christine, 14055 Berlin, DE 


@ Vertreter: 


© Entgegenhaltungen: 


Schoppe, Zimmermann, Stockeler & Zinkler, 81479 
Munchen 


DE 38 37 313 Al 
DE 36 33 708 A1 
US 58 80 705 A 
US 56 44 327 A 
EP 08 45 770 A1 



CO 
00 

o 
in 

| 

Q 



Die folganden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Vorrichtung zur Ansteuerung der Anzeigeelemente eines Anzeigeelementenarrays und Verfahren zur 
Herstellung derselben 

(§7) Eine Vorrichtung zur Ansteuerung der Anzeigeelemen- 
te eines Anzeigeelementarrays, wobei die Anzeigeele- 
mente in Zellen und Spalten angeordnet sind, umfaRt 
eine separate Steuerschaltung fur jedes einer Mehrzahl 
von Unterarrays des Anzeigeelementarrays, wobel das 
Anzeigeelementarray zumindest entweder in Zeilenrich- 
tung oder in Spaltenrichtung durch eine Mehrzahl von 
Unterarrays gebildet ist, und wobei jedes Unterarray so- 
wohl in Zeilenrichtung als auch in Spaltenrichtung durch 
eine Mehrzahl von Anzeigeelementen gebildet ist. Eine 
erste Verbindungsstruktur ist vorgesehen, um jede Steu- 
erschaltung mitden Anzeigeelementen deszugeordneten 
Unterarrays zu verbinden. Ferner ist eine zweite Verbin- 
dungsstruktur vorgesehen, um die separaten Steuer- 

■ schaltungen miteinander und/oder mit einer ubergeord- 

i neten Steuerschaltung zu verbinden. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich- 
tung zur Ansteuerung der Anzeigeelemente eines Anzeige- 
elementarrays, das eine Vielzahl von Anzeigeelementen 5 
aufweist, die angesteuert werden konnen, um das Anzeige- 
elementarray als Anzeigevorrichtung fiir Computer und der- 
gleichen zu verwenden. Die vorliegende Erfindung bezieht 
sich ferner auf ein Verfahren zum Herstellen einer solchen 
Ansteuerungsvorrichtung zusammen mit dem Anzeigeele- io 
mentarray. 

Zur Ansteuerung von sogenannten Matrixanzeigen, d. h. 
Arrays, die aus einer Vielzahl von Anzeigeelementen beste- 
hen, wind derzeit ublicherweise eines von zwei bekannten 
Verfahren verwendet. Diese bekannten Verfahren werden 15 
insbesondere zur Ansteuerung von LCDs (LCD = liquid 
crystal display = Flussigkristallanzeige) verwendet. 

Hei kleinen Matrizen bzw. geringen Anforderungen an 
die Anzeigequalitat wird eine passive Matrix verwendet, die 
als sogenannte PM-LCD bekannt ist und bei der die An- 20 
zeigeelemente im Zeilen/Spalten-Multiplexzyklus ange- 
sprochen werden. Bei hoherwertigen Anwendungen, wie sie 
beispielsweise bei einem Laptop und dergleichen erforder- 
lich sind, wird auf eine sogenannte Aktiv-Matrix-Steuerung 
(AM-LCD) zuruckgegriffen, die eine TFT-Elektronik (TFT 25 
= thinfilm transistor = Dunnfilmtransistor) unter Verwen- 
dung von amorphem oder polykristallinem Siiizium auf ei- 
nem Glastrager ausnutzt. Diese Technologie bietet sich fur 
LCD-Zellen an, da fur die einzelnen Pixel solcher LCD-Zel- 
len kein Steuerstrom erforderlich ist, sondem nur durch ei- 30 
nen Stiitzkondensator ein elektrisches Feld aufrecht erhalten 
werden muB. Im Gegensatz zu der oben angesprochenen 
PM-Technologie ist die Herstellung von AM-Matrizen tech- 
nologisch aufwendig, kostenintensiv und in der Regel mit 
einem hohen AusschuB verbunden. 35 

Neben den oben angesprochenen LCDS treten in neuerer 
Zeit sogenannte OLED-Anzeigen (OLED - Organic Light 
Emitting Diode = organische lichtemittierende Diode) auf, 
die auf den Markt kommen, wobei fur solche OLED-Anzei- 
gen noch keine darauf zugeschnittenen etablierten Anstcuer- 40 
techniken existieren. 

Ein organisches lichtemittierendes Bauelement ist bei- 
spielsweise in dem U.S. -Patent 5,834,893 beschrieben, wo- 
bei ein solches Element aus der folgenden Schichtenfolge 
gebildet ist: Kathode, Elektronentransportschicht, lichtemit- 45 
tierende Schicht (elektrolumineszente Schicht), Locher- 
transportschicht und Anode. Die Elektronentransport- 
schicht, die elektrolumineszente Schicht und die Locher- 
transportschicht bestehen aus organischen Materialien, wo- 
bei die lichtemittierende Schicht aus einem organischen 50 
elcktrolumincszenten Material besteht, das durch cinen 
clektrischen Strom angeregt werden kann, um Licht zu emit- 
tieren. Bei friiheren "klassischen" OLED-Strukturen be- 
stand die Anode aus Indiumzinnoxid (ITO), was ein transpa- 
rentcr Leiter ist, und war auf ein Glassubstrat aufgebracht, 55 
wobei die Lichtemission durch die Anode und das Glassub- 
strat stattfand. Die Kathode bestand dabei aus einer Metall- 
schicht. Dagegen lehrt das U.S. -Patent 5,834,893 eine inver- 
tierte OLED-Struktur, bei der die Kathode auf ein Substrat 
aufgebracht ist, wahrend die Lichtemission durch die beab- 60 
standet von dem Substrat angeordnete Anode, die aus Indi- 
umzinnoxid besteht, stattflndet. Hinsichtlich fur OLEDs zu 
verwendender Materialien sei auf die OfTenbarung des U.S.- 
Patents 5,834,893 verwiesen. 

Die oben beschriebenen klassischen organischen Leucht- 65 
dioden werden hergestellt, indem zunachst ein Glassubstrat 
mit Indiumzinnoxid als Anode beschichtet wird, woraufhin 
die organische Schichtenfolge, die aus Polymeren oder 
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Schichten aus kleinen Molekiilen besteht, und abschlieBend 
die Deckmetallisierung, d. h. die Kathode, abgeschieden 
wird. Wie erwahnt, erfolgt bei dieser Struktur die Lichtaus- 
kopplung durch das Glassubstrat, wahrend bei der invertier- 
ten Struktur, die in dem U.S.-Patent 5,834,893 beschrieben 
ist, die Lichtauskopplung durch die ITO-Anode erfolgt. 

Im Gegensatz zu LC-Zellen, die Licht nur schalten miis- 
sen und daher nahezu leistungslos gesteuert werden konnen, 
benotigen OLEDs als lichtemittierende Bauelemente eine 
elektrische Steuerleistung. Weiterhin werden OLEDs zur 
Erhohung der Lebensdauer typischerweise mit einem kom- 
plexeren Steuerzyklus betrieben, bei dem die Lichtleistung 
zunachst durch eine Stromsteuerung in Vorwartsrichtung 
eingestellt wird, wahrend in den Zeilenpausen durch einen 
Sperrspannungspuls Haftsteilen in den organischen Materia- 
lien beseitigt werden, wodurch die Lebensdauern der 
OLED-Elemente drastisch verbessert werden kann. 

Somit wiirde die Realisierung einer Akti v- Matrix- A n- 
steuerschaltung mit TFT-Elektronik fiir OLED-Anzeigen 
die Komplexitat und damit die Kosten gegeniiber herkomm- 
lichen AM-Steuerungen fur LCDs erheblich uberschreiten, 
wobei uberdies die Fertigungsausbeute deutlich reduziert 
ware. Dariiber ist auch die Verwendung einer passiven Ma- 
uix zur Ansteuerung von OLED-Anzeigen problematisch, 
da im PM-Modus die Spitzen lichtleistung einer Zeile pro- 
portional zur Zeilenzahl wachst. Bei einer Anzahl von 200 
Zeilen und einer mittleren Helligkeit von 200 cd/m 2 ergibt 
sich beispielsweise eine resultierende Pulsleistung der Zeile 
von 200 x 200 cd/m 2 = 40.000 cd/m 2 . Hierbei stoBt man an 
die Grenzen der OLED-Leistungsdaten, so daB unter Ver- 
wendung des PM-Modus lediglich Anzeigen mit geringer 
Informationsdichte realisiert werden konnen. Dariiber hin- 
aus ist anzumerken, daB die OLED-Dynamik nicht beliebig 
kurze Steuerzyklen zulaBt. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
eine kostengiinstige Vorrichtung zur Ansteuerung von An- 
zeigeelementen in einem Anzeigeelementarray zu schaffen, 
die eine flexible Ansteuerung der Anzeigeelemente auch in 
komplexen Anzeigeelementarrays ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemaB An- 
spruch 1 gelbst. 

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht 
darin, ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Vorrich- 
tung zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB An- 
spruch 15 gelost. 

Die vorliegende Erfindung schafft eine Vorrichtung zur 
Ansteuerung der Anzeigeelemente eines Anzeigeelementar- 
rays, wobei die Anzeigeelemente in Zeilen und Spalten an- 
geordnet sind, mit folgenden Merkmalen: 
einer separaten Steuerschaltung fur jedes einer Mehrzahl 
von Unterarrays des Anzeigeelementarrays, wobei das An- 
zeigeelementarray zumindest entweder in Zeilenrichtung 
oder in Spaltenrichtung durch eine Mehrzahl von Unterar- 
rays gebildet ist, und wobei jedes Unterarray sowohl in Zei- 
lenrichtung als auch in Spaltenrichtung durch eine Mehrzahl 
von Anzeigeelementen gebildet ist; und 
einer ersten Verbindungsstruktur zum Verbinden jeder Steu- 
erschaltung mit den Anzeigeelementen des zugeordneten 
Unterarrays und einer zweiten Verbindungsstruktur zum 
Verbinden der separaten Steuerschaltungen untereinander 
und/oder mit einer iibergeordneten Steuerschaltung. 

Die vorliegende Erfindung basiert auf der Idee, ein Array 
bzw. eine Matrix von Anzeigeelementen in eine Mehrzahl 
von Unterarrays bzw. Untermatrizen von Anzeigeelementen 
zu unterteilen, wobei jedem Unterarray eine getrennte Steu- 
erschaltung zugeordnet ist, so daB das jeweilige Unterarray 
entweder durch eine PM-Steuerung oder durch eine AM- 
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Steuerung gesteuert werden kann. Sennit eignet sich die vor- 
liegende Erfindung insbesonderc zur Ansteuerung von 
OLED-Anzeigen mit hoher Pixelzahl, fur die eine reine PM- 
Ansteuerung wegen der erforderlichen Spitzenleistung und 
eine reine AM-An steuerung wegen der TFT-Schaltungs- 5 
komplexitat, jeweils fur das gesamte Array, nicht sehr viel- 
versprechend sind. ErfindungsgemaB muB die Pixeltreiber- 
elektronik nicht unmittelbar am Ort des jeweiligen Pixels 
angeordnet werden, wie es bei der AM-Technologie der Fall 
ist. Vielmehr wird die Treiberelektronik fur eine Mehrzahi to 
von Pixeln zusammengefaBt. Die Treiberelektronik bzw. 
Ansteuerelektronik fur eine jeweilige Gruppe bzw. ein je- 
weiiiges Unterarray kann beispielsweise als monolith isch 
integrierter Siliziumschaltkreis ausgefuhrt werden. Dieser 
Sihziumschaltkreis fur ein jeweiliges Unterarray kann dann is 
auf der Vorderseite unter Verwendung einer dielektrischen 
Abdeckung bzw. der Ruckseite unter Verwendung einer 
Durchkontaktierung der Substratplatine, auf der das An- 
zeigeelementarray angeordnet ist, angeordnet werden. 

Da die gesamte Substratflache fur Leiterbahnen, bei- 20 
spielsweise lithographisch strukturierte, gedruckte und der- 
gleichen, zur Verfugung stent, ist es moglich, beispielsweise 
in Mehrlagen-Anordnungen die einzelnen Pixel der jeweili- 
gen Gruppe direkt an die Treiberelektronik dieser Gruppe 
anzuschlieBen. 25 

Altemati v ist es moglich, die Pixel bzw. Anzeigeelemente 
einer jeweiligen Gruppe im PM-Multiplexbetrieb anzusteu- 
ern, d. h. unter Verwendung einer einfachen Zeilen/Spalten- 
Struktur paralleler Leiterbahnen. Bei diesem Verfahren wird 
die gesamte Anzeigeflache in kleine Teilbereiche gegliedert, 30 
die parallel als Unterarrays bzw. Unteraiatrizen jeweils im 
Multiplexbetrieb arbeiten wiirden. Somit ergibt sich durch 
die erfindungsgemaBe Ansteuervorrichtung auch bei diesem 
einfachen Verfahren eine hinreichende Helligkeit der An- 
zeige, da nicht mehr das gesamte Array im PM-Multiplex- 35 
betrieb betrieben werden muB, so daB die resultierende Puls- 
leistung nicht von der GesamtgroBe des Anzeigeelementar- 
rays, sondem von der GroBe der jeweiligen Unterarrays ab- 
hangt. Somit konnen durch die der vorliegenden Erfindung 
zugrundeliegende Idee, namliche jeweils Unterarrays mit 40 
separaten Steuerschaltungen auszustatten, groBflachige An- 
zeigeeiementarrays, beispielsweise OLED-Anzeigen, unter 
Beibehaltung einer ausreichenden Anzeigequalitat betrieben 
werden. 

Wie oben erwahnt, eignet sich die vorliegende Erfindung 45 
insbesondere zur Ansteuerung von OLED-Anzeigeelemen- 
tarrays, und hier insbesondere solchen OLED-Anzeigeele- 
mentarrays, bei denen die Lichtauskopplung Uber die von 
dem Tragersubstrat beabstandete Seite der OLEDs erfolgt. 
Somit ist die vorliegende Erfindung insbesondere fiir inver- 50 
tierte OLED-Strukturen oder fiir OLED-Strukturen mit 
transparenter Kathode geeignct. ErfindungsgemaB werden 
somit nicht Ansteuerchips fur ganze Zeilen und/oder Spal- 
ten verwendet, die um das Anzeigeelementarray herum auf 
einer Tragerplatine oder auf cinem zusatzlichen Chip oder 55 
einer zusatzlichen Platine vorgesehen sind. Vielmehr wer- 
den gemaB der vorliegenden Erfindung benachbarte An- 
zeigeelemente sowohl in Zeilenrichtung als auch in Spalten- 
richtung zu einem Unterarray zusammengefaBt, wobei fur 
jedes derartige Unterarray eine getrennte Steuerschaltung 60 
vorgesehen ist. Dadurch miissen gemaB der vorliegenden 
Erfindung beim PM-Modus nicht sSmtliche in einer Spalte 
bzw. einer Zeile angeordneten Anzeigeelemente durch eine 
am Rand angeordnetc Steuerschaltung angesteuert werden, 
sondem es kann vielmehr in jeder Richtung, d. h. in Zeilen- 65 
richtung und in Spaltenrichtung, eine bestimmte Anzahl von 
Anzeigeelementen gewahlt werden, die durch eine gemcin- 
same Steuerschaltung angesteuert wird. Je nach gewiinsch- 



ter Qualitat k6nnen dabei die Unterarrays eine geringere 
oder groBere Anzahl von Anzeigeelementen aufweisen. 

Vor einem Verfahren zum Herstellcn einer solchen An- 
steuerungsvorrichtung wird zunachst ein Tragersubstrat be- 
reitgestellt, woraufhin die Steuerschaltungen in oder auf ei- 
ner Oberflache des Tragersubstrats implemenuert werden. 
Nach der Implementierung der Steuerschaltungen wird das 
Anzeigeelementarray auf der Oberflache des Tragersub- 
strats, auf der die Steuerschaltungen implementiert sind, 
oder auf der dieser Oberflache gegenuberliegenden Oberfla- 
che erzeugt. 

Die Steuerschaltungen konnen dabei integrierte Schaltun- 
gen in gehauster Form sein, die uber SMT-Techniken (SMT 
= Surface Mount Technology = Oberflachenmontagetechno- 
logie) oder Klebeverfahren unter Verwendung anisotrop 
elektrisch leitfahiger Klebstoffe auf der Substratruckseite 
montiert werden. Altemati v konnen als Steuerschaltungen 
integrierte Schaltungen in ungehausler Form verwendet 
werden, die durch Flip-Chip- Verfahren auf der Substra- 
triickseite angebracht werden. Altemati v konnen die Chips 
mit der inaktiven Flache zu dem Tragersubstrat hin ange- 
bracht werden, wobei dann eine elektrische Verbindung 
durch Drahtbonden oder eine isoplanare Kontaktierung er- 
folgen kann. Wiederum altemati v konnen als Steuerschal- 
tungen ungehauste integrierte Schaltungen auf der Seite des 
Tragersubstrats verwendet werden, auf der dann das An- 
zeigeelementarray gebildet wird. Zu diesem Zweck wird 
vorzugsweise eine isoplanare Kontaktierung der Steuer- 
schaltungen verwendet, wobei lediglich dafur gesorgt wer- 
den muB, daB uber den Steuerschaltungen eine planare 
Oberflache vorliegt, auf der entsprechende Leiterbahnen 
und Anzeigeelemente gebildet werden konnen. 

Die vorliegende Erfindung schafft somit eine vorteilhafte 
Vorrichtung zur Ansteuerung von Anzeigeelementen einer 
Anzeigeelementmatrix, die sich auch fur die Ansteuerung 
groBflachiger Anzeigeelementarrays ohne Qualitatsverlust 
eignet. Die vorliegende Erfindung schafft ein Anzeigeele- 
mentarray mit jeweiligen Steuerschaltungen fur Unterarrays 
desselben, wobei das Anzeigeelementarray und die Steuer- 
schaltungen vorzugsweise auf dem gleichen Tragersubstrat 
angeordnet sind. Die einzelnen Steuerschaltungen konnen 
dabei vor der Endmontage getrennt getestet werden, was zu 
einer Kostenreduzierung und einer Erhohung der Ferti- 
gungsausbeute fuhrt. 

Bevorzugte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung 
sind in den abhangigen Ansprtichen dargelegt. 

Bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der vorliegenden Er- 
findung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beilie- 
genden Zeichnungen nSher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung zur Veranschauli- 
chung des der crfindungsgcmaBen Ansteuervorrichtung zu- 
grundeliegenden Konzepts; 

Fig. 2 und 3 schematische Darstellungen der Vorderseite 
bzw. der Ruckseite eines Ausfuhrungsbeispiels einer erfin- 
dungsgcmaBen Anzeigevorrichtung; 

Fig. 4 eine schematische Darstellung zur Erlauterung ei- 
nes Ausfuhrungsbeispiels einer erfindungsgemaBen Ansteu- 
ervorrichtung; 

Fig. 5 und 6 schematische Querschnittansichten von Aus- 
fuhrungsbeispielen von OLED-Elementen; und 

Fig. 7 bis 9 schematische Querschnittansichten von ver- 
schiedenen Ausfuhrungsbeispielen zur Anbringung der er- 
findungsgemaBen Steuerschaltungen an dem Tragersubstrat. 

Im folgenden werden bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele 
der vorliegenden Erfindung bezugnehmend auf OLED-An- 
zeigen naher erlautert. Es sei jedoch an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, daB die erfindungsgemaBe Vforrichtung zur 
Ansteuerung der Anzeigeelemente eines Anzeigeelementar- 
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rays auch fur andere Anzeigeelementarrays, beispielsweise 
LCD- Arrays, verwendet werden kann. Bei den bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispielen der vorliegenden Erfindung ist es le- 
diglich erforderlich, daB die Lichtauskopplung jeweils in die 
Richtung, die dem TYagersubstrat gegenuberiiegt, stattfin- 5 
det, damit die Steuerschaltungen auf dem Tragersubstrat, 
vorzugsweise im Bereich der Unterarrays, dem die jeweilige 
Steuerschaltung zugeordnet ist, angeordnet werden konnen. 
Dies kann bei LCD-Arrays durch Verwendung geeigneter 
Reflektoren realisiert werden. 10 

Eine schematische Darstellung zur Veranschaulichung 
des erfindungsgemafien Konzepts ist in Fig. 1 gezeigt, in der 
ein Anzeigeelementarray 2 in eine Mehrzahl von Unterar- 
rays 4, bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel dreiSig, 
unterteilt ist. Jedes Unterarray 4 ist mit einem Steuerchip 6 15 
versehen, der zur Ansteuerung der Anzeigeelemente 8 eines 
jeweiligen Unterarrays dient, wie durch die vergroBerte Dar- 
stellung 4' eines Unterarrays in Fig. 1 zu sehen ist. Zu die- 
sem Zweck ist die jeweilige Steuerschaltung 6 mit An- 
schluBleitungen 10 versehen, durch die eine Ansteuerung 20 
der einzelnen Anzeigeelemente 8 entweder in Form einer 
Passiv-Matrix-Ansteuerung oder in Form einer Aktiv-Ma- 
trix-Ansteuerung durchgefuhrt werden kann. In dem vergro- 
Berten Abschnitt 4' sind lediglich beispielhaft zwei Zeilen- 
verbindungsieitungen 12 sowie zwei Spaltenverbindungs- 25 
leitungen 14 dargestellt, wobei jedoch klar ist, daB beispiels- 
weise fur eine PM- Ansteuerung alle Anzeigeelemente eines 
Unterarrays zeilenmaBig und spaltenmaBig verbunden sind. 
Ferner ist in Fig. 1 schematisch eine Busverbindung 16 ge- 
zeigt, die zur Verbindung der Steuerschaltungen 6 unterein- 30 
ander sowie zur Verbindung derselben mit einer ubergeord- 
neten Steuerung dienen kann. Hierbei konnen beispiels- 
weise jeweils die Steuerschaltungen einer Zeile miteinander 
verbunden sein. Alternativ konnen auch die Steuerschaltun- 
gen einer jeweiligen Spalte miteinander verbunden sein. 35 
Wiederum beispielsweise konnen durch die Busverbindung 
16samtliche Steuerschaltungen eine Verbindung zueinander 
aufweisen. 

Anders ausgedriickt besteht der Grundgedanke der vorlie- 
genden Erfindung darin, jeweilige Treiberchips, d. h. Steu- 40 
erschaltungen, jeweiligen Anzeigeunterarrays, die auch als 
Anzeigeuntermatrizen bezeichnet werden kdnnen, zuzuord- 
nen. Vorzugsweise werden dabei, wie in Fig. 1 schematisch 
gezeigt ist, die Steuerschaltungen innerhalb der Flaehe des 
einzelnen Anzeigeunterarrays montiert. Wie nachfolgend 45 
bezugnehmend auf die Fig. 7 bis 9 naher erlautert wird, kon- 
nen die Steuerschaltungen entweder auf der Vorderseite, 
d. h. der Seite, auf der das Anzeigeelementarray aufgebaut 
wird, oder auf der RUckseite der Substratplatine aufgebracht 
werden. 50 

Ein Ausfuhrungsbeispiel, bei dem Steuerchips 6 auf der 
RUckseite des Tragersubstrats aufgebracht sind, ist schema- 
tisch in den Fig. 2 und 3 gezeigt. Fig. 2 zeigt schematisch 
die Vorderseite eines Tragersubstrats 20, auf der ein An- 
zeigeelementarray gebildet ist, wie schematisch durch vicr 55 
Pfeile 22, die abgestrahltes Licht darstellen sollen, angezeigt 
ist. Ferner schematisch ist in Fig. 2 die Unterteiiung des An- 
zeigeelementarrays in vier Unterarrays 4 dargestellt. Auf der 
RUckseite des Tragersubstrats 20 ist nun fur jedes Unterar- 
ray 4 eine Steuerschaltung 6 vorgesehen, wie in Fig. 3 ge- 60 
zeigt ist. Die in Fig. 3 gezeigten Steuerschaltungen konnen 
beispielsweise integrierte Schaltungen in ungehauster Form 
sein, die mittels einer Flip-Chip-Technologie auf die RUck- 
seite des Tragersubstrats 20 aufgebracht sein konnen. Ferner 
in Fig. 3 schematisch dargestellt sind die Leiterbahnen 16 65 
fur den Ansteuerbus der Steuerschaltungen 6. Daruber hin- 
aus sind schematisch die Leiterbahnen 24 fur die Ansteue- 
rung der Anzeigeelemente bzw. Pixel, die auf der Vorder- 
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seite des IVagersubstrats 20 angeordnet sind, dargestellt. 
Diese Leiterbahnen 24 konnen beispielsweise durch Durch- 
kontaktierungen mit auf der Vorderseite des Schaltungssub- 
strats 20 angeordneten Leiterbahnen (in Fig. 2 nicht gezeigt) 
verbunden sein, wie nachfolgend bezugnehmend auf die 
Fig. 7 und 8 naher erlautert wird. 

Bezugnehmend auf Fig. 4 werden nunmehr die Verbin- 
dungsstrukturen einer erfindungsgemafien Ansteuervorrich- 
tung zur Realisierung einer Passiv-Matrix-Ansteuerung na- 
her erlautert. Zunachst sei angemerkt, daB Fig. 4 vier unter- 
schiedliche Bereiche 30, 32, 34 und 36 zeigt, die jeweils Un- 
terarrays zugeordnet sind. Dabei sein angemerkt, daB in je- 
weiligen Bereichen nicht alle Verbindungen dargestellt sind, 
sondem in einigen Bereichen zu Erlauterungszwecken ei- 
nigc der Verbindungen bzw. die Steuerschaltung weggelas- 
sen ist. 

Im Abschnitt 30 sind lediglich die zur Ansteuerung der 
einzelnen Anzeigeelemente erforderlichen Spaltenleitungen 
40 und Zeilenieitungen 42 gezeigt. ErfindungsgemaB kon- 
nen die Spaltenleitungen 40 beispielsweise als metallische 
Leitungen ausgebildet sein, die die dem Tragersubstrat zu- 
gewandten Anschlusse bilden, wahrend die Zeilenieitungen 
42 beispielsweise aus Indiumzinnoxid ausgebildet sein kon- 
nen, da diese Leitungen die von dem Tragersubstrat beab- 
standeten Anschlusse bilden und somit im Lichtauskoppel- 
weg liegen. 

In dem Abschnitt 32 ist ferner die Steuerschaltung 6, die 
vorzugsweise durch eine integrierte Siliziurnschaltung ge- 
bildet ist, dargestellt, die uber eine Busleitung, die schema- 
tisch durch einen Pfeil 44 angezeigt ist, mit der Steuerschal- 
tung in dem Abschnitt 34 verbunden ist. Die Steuerschal- 
tung 6 in dem Abschnitt 34 ist wiederum uber eine Buslei- 
tung, die schematisch durch einen Pfeil 46 gezeigt ist, mit 
einer Steuerschaltung 6 in dem Abschnitt 36 verbunden. 
Eine weitere Busleitung ist schematisch durch einen Pfeil 48 
gezeigt, die die Steuerschaltung 6 in dem Abschnitt 36 mit 
benachbarten Steuerschaltungen oder mit einer ubergeord- 
neten extemen Steuerung verbinden kann. Auf diese Weise 
konnen die Steuerschaltungen in Spaltenrichtung unterein- 
ander, in Zeilenrichtung untereinander, in Zeilen- und Spal- 
tenrichtung unterein ander und/oder mit einer ubergeordne- 
ten externen Steuerschaltung, die die Gesamtanzeige des 
Anzeigeelementarrays steuert, verbunden sein. Ferner sind 
im Abschnitt 36 der Fig. 4 Zeilen- und Spaltenadressie- 
rungsleitungen dargestellt, von denen zwei beispielsweise 
mit dem Bezugszeichen 50 bezeichnet sind. Die Zeilen- und 
Spaltenadressierungs leitungen sind erforderlich, um jedes 
einzelne Anzeigeelement, das sich jeweils an einem Schnitt- 
punkt zwischen Spaltenleitungen 40 und Zeilenieitungen 42 
befindet, ansteuern zu konnen. An dieser Stelle sei ange- 
merkt, daB die Datcnbussc 44, 46 und 48 sowie die Zeilen/ 
Spalten-AdreBlcitungen 50 vorzugsweise durch Drucktech- 
niken implementiert werden konnen. 

Alternativ zu dem beschriebenen Bussystem zur externen 
Ansteuerung der Steuerschaltungen 6 konnen auch jc nach 
Anzahl der Unterarrays jeweils einzeln zu den Steuerschal- 
tungen gefUhrte Leiterbahnen vorgesehen sein. Je mehr Un- 
terarrays vorgesehen sind, desto vorteilhafter wird jedoch 
die Verwendung eines Bussystems. 

Hinsichtlich der Herstellung des beispielsweise in Fig. 2 
und 3 dargestellten AusfUhrungsbeispiels eines Anzeigeele- 
mentarrays mit zugeordneter Ansteuervorrichtung sei dar- 
auf hingewiesen, daB vorzugsweise der Aufbau der einzel- 
nen Funktionsschichten fur das Anzeigeelementarray nach 
der Montage der Steuerschaltungen erfolgt. Damit ist ge- 
wahrleistet, daB beispielsweise die Funktionsschichten der 
OLED-Anzeigeelemente nicht durch den MontageprozeB 
der Steuerschaltungen, beispielsweise die dabei auftreten- 
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den hohen ProzeBtemperaturen, zerstort werden. Beispiels- 
weise sind beim zum Montieren der Steuerschaltung crfor- 
derlichen PbSn-Loten Temperaturen von 220°C erforder- 
lich. Bei der oben genannten Reihenfolge fur die Herstel- 
lung der Anzeigevorrichtung, die aus einem Anzeigeele- 5 
mentarray und der erfindungsgemaBen Ansteuerungsvor- 
richtung aufgebaut ist, besteht die Moglichkeit, Standard- 
verfahren fiir die Montage der Steuerschaltungen zu ver- 
wenden, die auch ProzeBparameter aufweisen konnen, die 
sonst die Funktionsschichten der OLED-Anzeigeelemente to 
beschadigen wiirden. 

Nachdem nunmehr die erfindungsgemaBe Ansteuervor- 
richtung hinsichtlich der Anordnung der separaten Steuer- 
schaltungen sowie der Verbindungsstrukturen im einzelnen 
erlautert wurde, wird im folgenden zunachst auf zwei fur die 15 
vorliegende Erfindung geeignete OLED-Strukturen einge- 
gangen, woraufhin bezugnehmend auf die Fig. 7 bis 9 Aus- 
fiihrungsbeispiele zum Anbringen der Schaltungschips auf 
einem Tragersubstrat, auf dem ferner ein OLED-Anzeige- 
elementarray angeordnet ist, erlautert werden. 20 

Fig. 5 zeigt eine schematische Querschnittansicht einer 
sogenannten "invertierten" OLED. Dabei ist eine Kathode 
60, die beispielsweise aus Metall bestehen kann, auf dem 
Tragersubstrat 20 angeordnet, das aufgrund der invertierten 
Struktur der OLED kein Glassubstrat sein muB. Auf der Ka- 25 
thode 60 ist zum Bilden der invertierten Struktur eine Elek- 
tronentransportschicht 62 (ETL), eine elektrolumineszente 
Schicht 64 (LEL), eine Lochertransportschicht 66 (HTL) 
und eine Anode 68, die aus einern transparenten Leiter be- 
steht, angeordnet. Die Schichten 62 bis 66 bestehen aus or- 30 
ganischen Materialien, wobei in der Schicht 44 das iiber die 
Anode ausgekoppelte Licht 70 erzeugt wird. Hinsichtlich 
der fur die einzelnen Schichten verwendeten Materialien sei 
beispielsweise auf die Offenbarung des U.S. -Patents 
5,834,893 verwiesen, wobei der Aufbau von OLED-Ele- 35 
menten auf dem Gebiet der Technik bekannt ist. Lediglich 
hinweisend sei erwahnt, daB die Anode 68 aus einem belie- 
bigen transparenten Leiter bestehen kann, beispielsweise Tn- 
diumzinnoxid, Zinkoxid, Kupferoxid oder einem Polymer, 
solange das Material fur das in der Schicht 64 erzeugte Licht 40 
transparent ist. Ferner kann unter der eigentlichen Anode 68 
eine dunne Metallisierungs schicht (in Fig. 5 nicht gezeigt) 
vorgesehen sein, die ebenfalls fiir das emittierte Licht trans- 
parent ist. 

Fig. 6 zeigt ein weiteres Beispiel eines OLED-Elements, 45 
das zur Durchfiihrung der vorliegenden Erfindung geeignet 
ist, wobei gleiche Elemente wie in Fig. 5 mit gleichen Be- 
zugszeichen bezeichnet sind. Fig. 6 zeigt keine invertierte 
Struktur, wobei hier die Lichtauskopplung iiber die Kathode 
60 geschieht, wahrend die Anode 68 auf der dem Substrat 20 50 
zugewandten Seite der OLED angeordnet ist. Wie in Fig. 6 
zu schen ist, ist die Kathode 60 bei dem dargestellten Aus- 
fiihrungsbeispiel aus einer diinnen Metallschicht 60' und ei- 
ner iiber der diinnen Metallschicht 60* angeordneten Indium- 
zinnoxid-Schicht 60" gebildet, die beide fur das emittierte 55 
Licht 70 transparent sind. t)berdies ist die Anode 68 aus ei- 
ner Metallisierungsschicht 68' und einer auf derselben ange- 
ordneten Indiumzinnoxid-Schicht 68" gebildet, wobei die 
Indiumzinnoxid-Schicht 68" hierbei wegen der zu uberwin- 
denden Austrittsarbeit vorgesehen ist. 60 

Bei den oben beschriebenen OLED-Strukturen wird das 
Licht 70 nicht durch das Tragersubstrat 20 ausgekoppelt, so 
daB hier die erfindungsgemaBe Ansteuervorrichtung vorteil- 
haft verwendet werden kann, da die den einzelnen Unterar- 
rays zugeordneten Ansteuervorrichtungen in das Substrat 20 65 
integriert oder auf der Oberseite oder Unterseite desselben 
angeordnet sein kann. Ferner konnen auf dem Substrat 20 
samtliche erforderlichen Verbindungsleitungen angeordnet 
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sein, ohne die Lichtauskopplung zu beeintrachtigen. Bei- 
spiele fiir die Montage von Steuerchips auf dem Tragersub- 
strat werden nachfoigend bezugnehmend auf die Fig. 7 bis 9 
erlautert. 

In Fig. 7 ist eine schematische Querschnittdarstellung ei- 
nes Ausfuhrungsbeispiels gezeigt, bei dem die Steuerschal- 
tung durch eine ungehauste integrierte Schaltung 100 gebil- 
det ist, die mittels einer Flip-Chip- Verbindung auf der Riick- 
seite des Tragersubstrats 20 angeordnet ist. Bei dieser soge- 
nannten Flip-Chip- Verbindung ist die integrierte Schaltung 
mit der aktiven Seite zur Substratoberflache hin montiert. 
Eine solche Flip-Chip- Verbindung kann beispielsweise 
durch ein Flip-Chip-Lotverfahren unter Verwendung eines 
eutektischen B lei -Zinn -Lots oder durch ein Klebeverfahren 
unter Verwendung eines anisotrop elektrisch leitfahigen 
Klebstoffs realisiert werden. In Fig. 7 ist ein Ausfuhrungs- 
beispiel dargestellt, bei dem die integrierte Schaltung 100 
mittels eines Flip-Chip- Lot verfahrens an dem Tragersub- 
strat 20 angebracht ist. 

Zu diesem Zweck werden auf dem Chip Lotkontakthugel 
102 (sogenannte Lotbumps) gebildet, indem zunachst eine 
benetzbare Unterbumpmetallisierung erzeugt wird, bei- 
spielsweise durch das stromlose Abscheiden von Nickel, 
woraufhin auf dieser Unterbumpmetallisierung die Lot- 
bumps erzeugt werden. Bei der Montage wird der IC-Chip 
100 so plaziert, daB diese Lotbumps 102 den Kontaktflachen 
des Tragersubstrats 20, d. h. Leiterbahnen 104 und An- 
schluBmetallisierungen 106 von Durchkontaktierungen 108, 
gegenuber liegen. Die Durchkontaktierungen 108 sind mit 
Leiterbahnen 110 auf der dem Chip 100 gegenuberliegenden 
Oberflache des Tragersubstrats 20 verbunden. Die Leiter- 
bahnen 110 stellen beispielsweise die Spalten- und Zeilen- 
Leitungen fur die einzelnen Anzeigeelemente dar, die be- 
zugnehmend auf Fig. 4 oben erlautert wurden. Auf den Lei- 
terbahnen ist das Anzeigeelementarray 2 in der Form einer 
OLED-Schichtstruktur, wie sie beispielsweise bezugneh- 
mend auf die Fig. 5 und 6 erlautert wurde, gebildet. 

Zuruckkehrend zum Aufbringen des IC -Chips 100 auf die 
Ruckseite des Tragersubstrats 20 wird nach dem Plazieren 
des IC-Chips 100, derart, daB die Lotbumps 102 den Kon- 
taktflachen 104, 106 des Tragersubstrats 20 gegenuber lie- 
gen bzw. diese beruhren, ein thermischer ProzeB durchge- 
fuhrt, um die Lotbumps aufzuschmelzen und eine dauer- 
hafte elektrische Verbindung zwischen Tragerchip 20 und 
Chip 100 herzustellen. Um eine erhohte mechanische Stabi- 
lity der Verbindung zu bewirken, wird der Chip vorzugs- 
weise zusatzlich mit einem aushartenden Polymer 112 un- 
terfullt. 

Altemativ zu dem oben bezugnehmend auf Fig. 7 be- 
schriebenen Lotverfahren kann der Chip auch mittels eines 
anisotrop elektrisch leitfahigen Klebstoffs an dem Trager- 
substrat 20 angebracht werden, wobei dann anstelle des Lots 
der Kontakt iiber die Leitpartikel des Klebstoffs, die sich 
zwischen den Kontaktflachen von Chip und Substrat befin- 
dcn, realisiert wird. 

Das beschriebene Flip-Chip- Verfahren eignet sich bei 
Verwendung entsprechend kleiner und diinner Chips auch 
fiir den Aufbau von flexiblen Anzeigevorrichtungen unter 
Verwendung von diinnen, flexiblen Schaltungstragem. 

Altemativ zu den beschriebenen Rip-Chip- Verfahren 
konnen die Chips auch mit der inaktiven Hache, der Chip- 
Rue kseite, zu dem Tragersubstrat hin befestigt werden, wor- 
aufhin die elektrische Verbindung der AnschluBflachen iiber 
ein Drahtbonden realisiert werden kann. 

Ein alternatives Verfahren zum Anbringen des Schaltung- 
schips 100 auf der Ruckseite des Tragersubstrats 20 ist in 
Fig. 8 dargestellt, wobei hier eine isoplanare Kontaktierung 
der AnschluBflachen des Schaltungschips erfolgt. Hierbei 
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muB der Schaltungschip 100 sehr diinn sein und/oder in das 
Substrat oder eine zusatzliche Dielektrikumslage auf dem 
Substrat integriert werden. Die Dielektrikumslage kann da- 
bei auch nach der Montage des Chips auf dem Substrat er- 
zeugt werden und an den Stellen, an denen elektrische Ver- 5 
bindungen implementiert werden sollen, wieder geoffnet 
werden. Bei diesem Verfahren wird der Chip mit seiner in- 
aktiven Flache zu dem Substrat hin befestigt. 

Wie in Fig. 8 gezeigt ist, ist der Schaltungschip 100 in ei- 
nen Hohlraum des Tragersubstrats 20 eingebracht, derart, to 
daB die aktive Oberflache des Chips 100 im wesentlichen 
biindig mit der unteren Oberflache des Tragersubstrats 20 
ist Um den Schaltungschip 100 in dem Tragersubstrat 20 
anzuordnen, kann derselbe in eine vorgeformte Ausneh- 
mung in dem Tragersubstrat 20 eingebracht werden, oder 15 
iiber thermische Prozesse in das Substrat eingepreBt werden. 
Ist der Chip in das Substrat eingebracht, kann mit Ausnahme 
der Chipkontakte 102 eine Passivierungsschicht 114 auf 
dem Chip 100 vorgesehen werden. Nachfolgend werden 
Leiterbahnen 104, die sich zumindest teilweise iiber den 20 
Chipkontakten 102 befinden, und Leiterbahnen 106, die au- 
Bere Chipkontakte 102' mit den Durchgangslochern 108 
durch das Tragersubstrat 20 verbinden, erzeugt. Diese Lei- 
terbahnen 104 und 106 konnen entweder in Dunnschicht- 
technik durch galvanische oder chemische Metallabschei- 25 
dung oder durch das Auftragen von leitfahigen Polymeren, 
die selbstleitend oder durch Fullpartikel leitend sind, was ei- 
ner Dickschichttechnik entspricht, erzeugt werden. Wie- 
derum alternativ konnen die Leiterbahnen durch KlebstofTe 
mittels Drucken, Dispensen, Stempeln oder anderen Trans- 30 
ferverfahren erzeugt werden. Hierzu ist es moglicherweise 
notwendig, die Kontaktflachen des Chips 102, 102' mit einer 
Metallisierung, die einer Unterbumpmetallisierung ahnelt, 
welche die Al-Flache der Kontaktflache des Chips schutzt 
und eine gute elektrisch leitende Oberflache aufweist, zu 35 
versehen. Auch bei diesem Ausfuhrungsbeispiel kann bei 
Verwendung von entsprechend gediinnten, flexiblen Chips 
100 in Verbindung mit flexiblen Tragersubstraten 20 eine 
flexible Anzeigevorrichtung realisiert werden. 

Alternativ zu den oben genannten Moglichkeiten, unge- 40 
hauste IC-Chips auf der Ruckseite des Tragersubstrats 20 
anzuordnen, konnen auch integrierte Schaltungen in gehau- 
ster Form beispielsweise mittels der SMT-Technologie oder 
durch Klebeverfahren unter Verwendung eines anisotrop 
elektrisch leitfahigen KlebstofTs auf der Substratriickseite 45 
montiert werden. Mogliche Gehause fur derartige ICs um- 
fassen das sogenannte Quad Rat Pack, das Tape Carrier 
Package, das Chip Scale Package usw.. 

Den Verfahren zum Anbringen der Chips auf der RUck- 
seite des Tragersubstrats ist gemeinsam, daB das Substrat 50 
die entsprcchendcn Leiterbahnen und AnschluBflachcn auf 
der Ruckseite enthalt, wobei diese Leiterbahnen und An- 
schluBflachen uber elektrische Durchkontaktierungen zur 
Vorderseite mit den leiterbahnen auf der Vorderseite ver- 
bunden sind. Auf diesen Leiterbahnen auf der Vorderseite 55 
des Tragersubstrats 20 werden nach dem Montieren des 
Schaltungschips die Funktionsschichten der Anzeigevor- 
richtung aufgebaut. 

In Fig. 9 ist nun ein alternatives Ausfuhrungsbeispiel dar- 
gestellt, bei dem der Schaltungschip 100 in der Vorderseite 60 
des Tragersubstrats 20, d. h. in der Oberflache, auf der spater 
die OLED-Strukturen 2 gebildet werden, erzeugt ist. Wie 
gezeigt ist, ist der Schaltungschip 100 wiederum in eine 
Ausnehmung des Tragersubstrats 20, die sich jedoch dics- 
mal in der Vorderseite des Tragersubstrats 20 befindet, ein- 65 
gebracht, wobei iiber dem Chip 100 wieder eine Passivie- 
rungsschicht angeordnet ist. Auf den Kontakten 102 und 
102' des Chips 100 werden wiederum Leiterbahnen 104 und 
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106 gebildet. Nach dem Bilden der Leiterbahnen wurde bei 
dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel eine Dielektrikums- 
schicht 120 erzeugt, um eine planare Oberflache zu schaf- 
fen. In der Dielektrikumsschicht 120 sind oder werden 
Durchkontaktierungen 122 vorgesehen, um eine Verbindung 
der Chipkontakte 102' uber die Leiterbahnen 106 und die 
Durchkontaktierungen 122 mit Leiterbahnen 110 zu realisie- 
ren. Auf den Leiterbahnen 110 werden nachfolgend die 
Funktionsschichten der OLED-Struktur 2 erzeugt. 

Das oben bezugnehmend auf Fig. 9 beschriebene Beispiel 
stellt eine Moglichkeit zur isopianaren Kontaktierung dar. 
Alternativ zum Einbringen des Chips in ein en Hohlraum in 
dem Substrat kann der Chip zunachst auf das Substrat aufge- 
bracht werden, woraufhin eine Dielektrikumslage nach der 
Montage des Chips auf dem Substrat erzeugt wird und dann 
an den entsprechenden Stellen wieder geoffnet wird. Weiter- 
hin alternativ ist es moglich, sehr diinne flexible Chips auf 
der Substratoberflache zu montieren. 

Alternativ zu dem oben beschriebenen Aufbau kann auf 
die Aufbringung einer zusatzlichen Dielektrikumslage, der 
Dielektrikumsschicht 120 in Fig. 9, uber dem Chip und dem 
Substrat zum Ausgleich der Unebenheiten verzichtet wer- 
den, wenn der Chip entweder flach mit der Substratoberfla- 
che abschlieBend in dem Substrat integriert wird oder die 
Planarisierung mit der ersten Dielektrikumsschicht, die so- 
zusagen um den Chip herum gebildet wird, erfolgt. In Ab- 
weichung zu dem nachtraglichen Aufbringen der Dielektri- 
kumslage, in der der Chip angeordnet ist, kann der Chip 
beim Aufbringen desselben in eine Dielektrikumslage inte- 
griert werden. 

Auch bei den Ausfiihrungsbeispielen zur isopianaren 
Kontaktierung der Steuerschaltungen auf der Vorderseite 
konnen die Leiterbahnen jeweils in Dunnschichttechnik 
oder Dickschichttechnik erzeugt werden. Ferner konnen ge- 
dunnte, flexible Chips in Verbindung mit flexiblen Schal- 
tungstragern verwendet werden, so daB auch hier die Mog- 
lichkeit der Realisierung flexibler Anzeigevorrichtungen be- 
steht. 

Bei den oben beschriebenen Verfahren zur Herstellung ei- 
ner Anzeigevorrichtung wird immer fur ein Unterarray von 
Anzeigeelementen eine Steuerschaltung auf die Ruckseite 
bzw. Vorderseite des Tragersubstrats aufgebracht. Sind bei- 
spielsweise dreiBig Unterarrays vorgesehen, werden auf die 
beschriebene Weise dreiBig Steuerschaltungen montiert. Die 
Montage der Steuerschaltungen wird, wie oben erlautert 
wurde, vorzugsweise vor dem Aufbringen der Funktions- 
schichten der OLED-Strukturen 2 durchgefuhrt, um eine 
Beschadigung der Funktionsschichten durch nachfolgende 
Prozesse zu vermeiden. Sind zur Herstellung der Steuer- 
schaltungen keine Prozesse erforderlich, die die Funktions- 
schichten beeintrachtigen konnen, so kann die Erzeugung 
der Funktionsschichten auch vor der Erzeugung der Steuer- 
schaltungen erfolgen. 

AbschlieBend sei nochmals angemerkt, daB die in den 
Fig. 7 bis 9 dargestellten Leiterbahnen 104 beispielsweise 
den in Fig. 3 gezeigten Bussen 16 entsprechen, wahrend die 
Leiterbahnen 106 den in Fig. 3 gezeigten AnschluBleitun- 
gen 24 entsprechen, die dann uber Durchkontaktierungen 
zur Oberflache des Tragersubstrats bzw. einer auf demsel- 
ben angeordneten Dielektrikumsschicht gefuhrt werden, um 
mit den Leiterbahnen 110, die beispielsweise die in Fig. 4 
gezeigten Spaltenleitungen 40 und Zeilenleitungen 42 dar- 
stellen, verbunden zu sein. 

Die vorliegende Erfindung ermoglicht somit neben einer 
vorteilhaften Ansteuervorrichtung fur Bildelementarrays die 
einfache und kostengunstige Realisierung von Anzeigevor- 
richtungen, bei denen Steuerschaltungen fiir jedes einer 
Mehrzahl von Unterarrays so wie zugehorige Anzeigeele- 
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mente und die bendtigten Verbindungsstrukturen auf einem 
Tragersubstrat angcordnet sind. 

Patentanspriiche 

5 

1 . Vorrichtung zur Ansteuerung der Anzeigeelemente 
(8) eines Anzeigeelementarrays (2), wobei die An- 
zeigeelemente in Zeilen und S pal ten angeordnet sind, 
mit folgenden Merkmalen: 

einer separaten Steuerschaltung (6; 100) frr jedes einer 10 
Mehrzahl von Unterarrays (4) des Anzeigeelementar- 
rays (2), wobei das Anzeigeelementarray (2) zumindest 
entweder in Zeilenrichtung oder in Spaltenrichtung 
durch eine Mehrzahl von Unterarrays (4) gebildet ist, 
und wobei jedes Unterarray (4) sowohl in Zeilenrich- 15 
tung als auch in Spaltenrichtung durch eine Mehrzahl 
von Anzeigeelementen (8) gebildet ist; und 
einer ersten Verbindungsstruktur zum Verbinden jeder 
Steuerschaltung (6) mit den Anzeigeelementen (8) des 
zugeordneten Unterarrays (4) und einer zweiten Ver- 20 
bindungsstruktur zum Verbinden der separaten Steuer- 
schaltungen (6) miteinander und/oder mit einer uberge- 
ordneten Steuerschaltung. 

2. Vorrichtung gemaB Anspruch 1, bei der das An- 
zeigeelementarray (2) auf einem Tragersubstrat (20) 25 
gebildet ist, wobei die jeweiligen Steuerschaitungen 
(6) ebenfalls auf dem Tragersubstrat (20) angeordnet 
sind. 

3. Vorrichtung gemaB Anspruch 2, bei der die jeweili- 
gen Steuerschaitungen (6) jeweils in dem Bereich auf 30 
dem Tragersubstrat (20) angeordnet sind, in dem das 
zugeordnete Unterarray (4) gebildet ist. 

4. Vorrichtung gemaB einem der Anspriiche 1 bis 3, 
bei der die Steuerschaitungen (6) gehauste oder unge- 
hauste integrierte Schaltungen (100) sind. 35 

5. Vorrichtung gemaB Anspruch 4, bei der das An- 
zeigeelementarray (2) auf einer Oberflache des Trager- 
substrats (20) gebildet ist, und bei der die Steuerschai- 
tungen (6) auf oder in der gegenuberliegenden Oberfla- 
che des Tragersubstrats (20) gebildet sind. 40 

6. Vorrichtung gemaB Anspruch 4, bei der die Steuer- 
schaitungen (6) in oder auf einer Oberflache des Tra- 
gersubstrats gebildet sind, wobei das Anzeigeelemen- 
tarray (2) iiber den Steuerschaitungen gebildet ist. 

7. Vorrichtung gemaB Anspruch 5, bei der die Steuer- 45 
schaltungen mittels einer Flip-Chip-Technik, mittels 
einer Oberflachenmontagetechnik oder unter Verwen- 
dung von anisotrop elektrisch leitfahigem KlebstofF auf 
die gegeniiberliegende Oberflache des Tragersubstrats 
(20) aufgebracht sind, wobei die erste Verbindungs- 50 
struktur Durchkontakticrungcn (108) durch das Trager- 
substrat (20) aufweist. 

8. Vorrichtung gemaB Anspruch 5 oder 6, bei der die 
erste Verbindungsstruktur isoplanare Kontaktierungen 
von AnschluBflachen (102, 102') der Steuerschaitun- 55 
gen (6) aufweist. 

9. Vorrichtung gemaB einem der Anspriiche 1 bis 8, 
bei der die erste Verbindungsstruktur Leitungen (12, 
14; 40, 42), die die Anzeigeelemente (8) eines Unterar- 
rays (4) zeilenmaBig und spaltenmaBig verbindet, und 60 
Zeilen- und Spaltenadressierungsleitungen (50), um je- 
weilige Anzeigeelemente (8) des Unterarrays (4) zu 
adressieren, aufweist. 

10. Vorrichtung gemaB einem der Anspriiche 1 bis 9, 
bei der die zweite Verbindungsstruktur durch einen Da- 65 
tenbus (16; 44, 46, 48) gebildet ist, iiber den die Steuer- 
schaitungen (6) extern ansteuerbar sind. 

11. Vorrichtung gemaB einem der Anspriiche 1 bis 10, 



bei der die Anzeigeelemente (8) organische lichtemit- 
tierende Elemente (OLEDs) sind, die aus einer Schich- 
tenfolge aus einer Kathode (60), einer Elektronentrans- 
portschicht (62), einer organischen elektrolumineszen- 
ten Schicht (64), einer Lochertransportschicht (66) und 
einer Anode (68) bestehen. 

12. Vorrichtung gemaB Anspruch 11, bei der die Ka- 
thoden (60) der organischen lichtemittierenden Ele- 
mente dem Tragersubstrat (20) zugewandt sind, wah- 
rend die Anoden (68) durch einen transparenten Leiter 
gebildet sind. 

13. Vorrichtung gemaB Anspruch 11, bei der die An- 
oden (68) der organischen lichtemittierenden Elemente 
dem Tragersubstrat (20) zugewandt sind, wahrend die 
Kathoden (60) durch einen transparenten Leiter gebil- 
det sind. 

14. An zeige vorrichtung mit einem Anzeigeelementar- 
ray und einer Ansteuervorrichtung gemaB einem der 
Anspriiche 1 bis 13. 

15. Verfahren zum Herstellen einer A nzeige vorrich- 
tung gemaB Anspruch 14 mit folgenden Merkmalen: 
Bereitstellen eines Tragersubstrats (20); 
Implementieren der Steuerschaitungen (6) in oder auf 
einer Oberflache des Tragersubstrats (20); und 
Erzeugen des Anzeigeelementarrays (2) auf der Ober- 
flache des Tragersubstrats (20), auf der die Steuerschai- 
tungen (6) implementiert sind, oder auf der dieser 
Oberflache gegenuberliegenden Oberflache. 
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